
������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������� �������������������������� ���� ����������������� ����� ������������ ���������
������������������������ ���� ������������� ���� ������������������������������������������������ ������������������
������ ���� ������������ ����� �������� ��� ���������������� ��� ���� ���� ������� ��� ������������������� ���� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������� �
�

�

����������������
���������������� ������� ���� ����� ������� ����� ��� ����

����������������� ������������ ������������ ��������������������
��� ������������ ���� ���� �������� ���� �������� ���������� ���
������������������������������������������������������������
��������� �������������������� ���������� ������ ���� �����
������������ �������������� ���� �������������� ������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������������� ����� ���������������
������������ ������������ ������������ �����������������������
�������� ���� �������� ���� ��� ���������� ��� ���� �������
��������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ������ ����� ����
�������� ������ ���� �������� ���� ���������� ���� ���� ��������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ������������� ����������� ���� �������
�����������������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ���������� ������������ ����������� ����
������������� ���������� �������� ��� ���� �������� �����
�������������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ����������
��������������������������������������� ���������������������
���������������������������������������������

�������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������������ ���� ���������� ��� ������ ���
������� ���� ������� �������� ��� ���������������� ��������
����������������������������������������������������������
���������������������������������

�

���������������

���� ������������������������� ������� ����� ������������
�����������������������������������������������������������
���� ����������������� ���� ������ �����������������
����������������������������������������������������������
�� ���� ������ ���� ����������� ���� ������� ���� �������� ���
����������� ����� ����� ��������� ������� ���� ������ ������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������� �

������� �� ������ ���� ���������� �������� ��� ���� ����
������������ ���������� ����� ���� ���� �������� ������� ����
��������� ������� ���� �������������� ������ ������������� ���
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ����� ������������������ �����������������
���� ����������������������������� �������� ���������� ���� ����
���������������������������������������������������������
���� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������� ������ ���� ������������ ����
��������������������

�

��������

��������������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

������������ ������������

��������������������������������������������������������
�������� ����������������

�

������������������������������������

��������

��������������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

������������ ������������

��������������������������������������������������������
�������� ����������������

�

������������������������������������

�
������ � ������������������������������������

1358

J. Plasma Fusion Res. SERIES, Vol. 8 (2009)

©2009 by The Japan Society of Plasma
Science and Nuclear Fusion Research

(Received: 1 September 2008 / Accepted: 14 November 2008)



�

�����������
�������� �� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ��������

��������������������������������������������������������������
���������� ����� ������ ���� ������������ ��� ��� ����� ������ ����
������������ ��� ���� �� ����� ���� ������ ����� �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������
�������� ����������� ������������������������������������������
�������������������� ����� ��������������������� ��� ������
���� �������������������� ����������� ���� ����������� �����
������������������� ����������������� ���� ������������������
�����������������������������������������������������������
����� ������� ���� ������������� � ������� ������� ��� ���� ��������

����������� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��������� ������ ����
������������ ��� ����� ������� ������ ��������� ���� ��������
����������� �������� ��������� ��������� ����� ����� �������
���� ������������� ���� ������ �������������� ������� ��������
����������������������������������������������������������
����������� ���� �������������� ���� ���� ������� �����������
���� �������� ��� ���� �� ������� ������ ��� ����� ������ ���� ������
��������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����

��� ���

����

��� ���

����

��� ���

����

��� ���

�
����

����

��� ���

����

��� ���

�
�

������ � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����

��� ���

����

��� ���

����

��� ���

����

��� ���

�
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����

��� ���

����

��� ���

����

��� ���

����

��� ���

�
������ � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ���� ������������ ��� ���� �� ���� ���� ������������������� ��� ���� �� ��������� ���� �������� �������������
��������

1359

T. Kobayashi et al., Oblique Argon Ion Etching for Copper at Elevated Temperature



�

�����������������������������������������������������
���������� ���� ���������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������������
������� ��������� ������� ����� ��� ����������� ������ ����
������� ���������� ������������ ��� ���� ����� ��� ���������
�������� �

������� �� ������ ���� �������� ������� ��� �������� ��� ��
������������ ���� ���� ��������������������������������������
��� ��� ��� ��� ���� ������������ ����� ���� �������� ��� ���������

������� ��� ���� ��������� ���� �������� ������� ��������
������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���������������� ���� ��� ��� ��� ���������

������������������������� ��� ����������� ��� ���� ������������
��������������������������������������������������� �

����� ������� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ����
���������������� ������� �������� ���� ��������� ��� ���� ����
������������ ��� ���� ��������� ���������� ������������� ����
����������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ��� ������ ����������� ���� ��� ����
������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� �������� ���������� ��� �������������
���������������������������������������������
�

��������������
��� ������ ��� ������� ���� ������� �������� ���

�����������������������������������������������������������
������ ���� ��� ���� ��������� ������������ ���� ����������� �
���� �������� ��� ���������������� ������� ���� ��������������
������������ ������������ ���� �������� ����� ���� �����������
��������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ���� �������������� ���������� ����
�������� ������ ������ ����� ���� �������� ��� ���������
�������������������������������������������������
�
���� ��� ������������� ������������������ ����������� �������

�������������������������
���� ���������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������
�

�

��

��

��

��

� � � � � � �
���������������������������

�
��
��
��
��
��
��
���
��
�

��

����

�
������ � ���� �������� ������� ��� �������� ������� ������

�������������������������������������������������
������� ��� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ���� �� ���
�����������������������������������������

�

1360

T. Kobayashi et al., Oblique Argon Ion Etching for Copper at Elevated Temperature




